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Keripik singkong merupakan salah satu makanan yang digemari di Indonesia. 
Keripik singkong merupakan bahan pangan kering yang sifatnya mudah menyerap 
air, sehingga laju kerusakannya relatif cepat. Proses penyimpanan yang lama akan 
berpengaruh pada tekstur keripik singkong tersebut dan mengakibatkan tekstur 
berubah bentuk menjadi “melempem”. Beberapa faktor yang mempengaruhi 
kerusakan tekstur keripik singkong ini adalah suhu, kelembaban relatif, sifat fisik 
dan kimia bahan pangan tersebut. Waktu yang diperlukan untuk terjadinya 
kerusakan keripik singkong merupakan variabel yang sesuai dengan konsep mutu 
kegagalan dalam analisa survival atau reliability. Subyek penelitian ini adalah 
keripik singkong yang disimpan pada tiga jenis perlakuan pengemasan. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk memilih model survival yang paling cocok untuk 
menggambarkan kerusakan keripik singkong pada berbagai perlakuan. Penelitian 
ini dilakukan dengan membuat model survival keripik singkong dengan 
menggunakan metode distribusi Weibull dan Log-Logistik. Keripik singkong 
mentah diperoleh dari pedagang keripik di Jalan Jagalan, Semarang. Sesampainya 
di ruang percobaan, keripik singkong mentah digoreng lalu diberi beberapa 
perlakuan pengemasan antara lain plastik PP (polyprophylene) 0,3 mm, PP 
(polyprophylene) 0,5 mm dan plastik PE (polyetylene) 0,7 mm. Kerusakan diamati 
setiap 8 jam. Parameter ρ and k digunakan untuk membandingkan umur simpan 
keripik singkong pada berbagai perlakuan. Kemudian nilai T10, T50 and T90 
dihitung pada semua model untuk mengestimasi waktu kerusakan selama 
penyimpanan. Hasil analisa data menunjukkan bahwa model Weibull dan Log-
Logistik mampu menggambarkan proses kerusakan yang terjadi, tetapi model 
Weibull lebih sesuai dalam menggambarkan proses kerusakan keripik singkong 
selama penyimpanan. Berdasarkan nilai ρ dan k, dapat diprediksi bahwa keripik 
singkong yang disimpan dalam plastik PE (polyetylene) 0,7 mm menghasilkan 
laju kerusakan yang paling rendah (umur simpan paling panjang). Selain itu, T50 





Cassava chip is one of the most delightfull food in Indonesia. Due to it properties 
that tend to absorb moisture, rate of cassava chip’s spoilage is generally fast. A 
long period of storage can cause the texture of cassava chip become deformable 
and less prone to fracture (soggy). Some important factors influencing the 
spoilage of cassava chip’s texture are storage temperature, relative humidity (RH), 
and physical and chemical characteristics of the product’s ingredients. Time to 
spoilage during the storage of cassava chip is compatible to the concept of failure 
time in  survival or reliability analysis. The subject of this analysis is cassava chip 
that stored with three packaging treatments. The aim of this study is to choose 
suitable survival models to describe the spoilage of cassava chip under different 
packaging treatments. This study has been done by fitting cassava chip spoilage 
data to survival models with Weibull and Log-Logistic models. Parameters, i.e ρ 
and k are parameters of the models were used to compare the shelf-life of cassava 
chip under different treatments. Observation of spoilage was done every 8 hours. 
The raw cassava chips was collected froma seller at Jagalan street, Semarang. 
Upon arrival at the experiment room, the raw cassava chip were fried and then 
distributed into three packaging treatments : “ 0.3 mm polyprophylene (PP), 0.5 
mm polyprophylene(PP), and 0.7 mm polyetylene (PE). The analysis revealed that 
Weibull and Log-Logistic models can be describe well the cassava chip’s spolage 
process, but the Weibull model gives a better fit. Using ρ and k values, it can be 
estimated that cassava chip packaged with 0.7 mm polyetylene (PE) plastics, has 
the slowest spoilage rate (the longest shelf-life). Moreover, T50 was found to be 
the most suitable parameters to describe the time - spoilage relationship of cassava 
chips. 
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